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Elektrisch ableitfahige Keramikbéden

In Bereichen, in denen mit explosionsfahigen Gemischen,
Gasen, Dampfen, Nebeln, Stduben oder empfindlichen
Messgeraten gearbeitet wird, ist es erforderlich, spezielle
Vorkehrungen zu treffen, die die elektrische Ableitfahigkeit
der Bodenbelédge sicherstellen.

Beispiel: Explosionsstoffherstellung, Batterieanlagen,
Gasstationen, chemische Industrie, Lackherstellung
und -verarbeitung, Laboratorien, Raume mit elektro-
nischen Geraten, Operationsraume, Reinrdume etc.

Folgende Normen und Regelwerke sind bei der Planung und
Ausfuhrung eines elektrisch ableitfahigen Bodens zu bertick-
sichtigen und einzuhalten:

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

AGI-Arbeits Elektrisch ableitfahige Bodenbelage

blatt S 30 (Saureschutzbau)

Marz 2005

BG RCI T033 Richtlinie fur die Vermeidung

August 2016 von Zundgefahren infolge elektro-
statischer Aufladungen

Technische Vermeidung von Zundgefahren

Regeln fir infolge elektrostatischer Aufladungen

Gefahrenstoffe

TRGS 727

Januar 2016

Elektrotechnische Grundlagen:

Durch Begehen einiger Bodenbelagsarten k&nnen beim
Berlihren eines anderen Ko&rpers oder Gegenstandes
(z. B. Turklinke) Entladungsblitze durch statische Elektrizitat
entstehen. Derartige Entladungsblitze, die jeder schon
gespurt hat, stellen im Allgemeinen fir den Menschen
keine Gefahr dar, wenngleich es durch den Schreck zu Fehl-
handlungen kommen kann.

In den oben beschriebenen Bereichen mussen diese an sich
harmlosen Entladungsblitze jedoch unbedingt vermieden
werden, da sie zur Zerstérung elektronischer Bauteile bis hin
zur Explosion ganzer Anlagen fthren kénnen.

Eine maBgebliche GréBe im Bereich der Elektrotechnik sind
elektrische Ladungen. Alle Gegenstande und Personen ent-
halten positive und negative Ladungen, die sich normaler-
weise im Gleichgewicht befinden = neutraler Zustand.

Grundlagen

Explosionsgeféhrdete Laborbereiche.

Statische Elektrizitdt entstent immer bei Bewegung von
festen lIsolatoren oder flussigen Substanzen bzw. durch
mechanische Trennung, z. B. beim Abheben, Reiben, Zer-
kleinern und Ausschitten von festen Gegenstanden und
Stoffen. Ferner kommt es beim Strémen, Ausschitten und
Versprihen von Flussigkeiten sowie beim Stromen von
Gasen und Dampfen, die geringe Mengen von fein verteil-
ten Feststoffen enthalten, zu Ladungsverschiebungen.

Diese Ladungsverschiebungen fuihren zu ungleichen Poten-
zialen und so genannten , elektrostatischen Aufladungen”.
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Grundlagen

Die ungleichen elektrischen Potenziale haben das Bestreben,
sich wieder auszugleichen. Das heif3t, die Bertihrung einer/s
elektrostatisch aufgeladenen Person/Gegenstandes mit
einer/m leitfahigen Person/Gegenstand fuhrt zum spon-
tanen Ladungsausgleich (z.B. Turoffner).

Der beim Ausgleich des Spannungsunterschiedes entste-
hende Funke (Entladungsblitz) kann eine explosionsfahige
Atmosphare entziinden.

Eine weitere Begleiterscheinung elektrostatischer Aufladung
sind elektrische Felder, die die Funktion empfindlicher
Geréate beeintrachtigen oder stéren kénnen.

Die Entstehung statischer Elektrizitat kann zwar nie verhin-
dert, aber in ihrer Wirkung durch die Wahl geeigneter
Materialien gemindert werden. Gemindert werden kann die

zu hohe Aufladung von Personen und Gegenstanden,
indem man daftr sorgt, dass Ladungen sich nicht ansam-
meln und aufaddieren, sondern gleichmaBig Uber den
Boden abgeleitet werden. Das heiBt, durch eine Erdung
wird die statische Elektrizitat wieder abgeleitet und der Ent-
ladungsblitz verhindert.

Die Leitfahigkeit ist abhangig vom jeweiligen Widerstand R.
Ableitfahig wird ein Bodenbelag, dessen Ableitwiderstand
R < 10° Q ist. Je nach Nutzung der jeweiligen Flache, kon-
nen auch niedrigere Widerstande (ZH 1-200) gefordert sein.

Durch die unterschiedlichen Anforderungen an die
Ableitfahigkeiten der Systembaustoffe (Keramik, Kleber,
Fugen etc.) ist eine detaillierte, projektangepasste anwen-
dungstechnische Beratung dringend zu empfehlen.

Die Bodensysteme miissen folgende Anforderungen erfiillen:

Raume mit elektronischen Geraten wie Rechenzentren,
Computer-Betriebsraume, Birordume mit besonderer Ausstattung

Ungeschutzte elektronische Baugruppen oder Komponenten, z.B. Laborraume zur Herstellung

und Reparatur von elektronischen Geraten

RE < 1x10° Q

RE < 1x108 Q)

In medizinisch genutzten Raumen frisch verlegt
Nach 4 Jahren

HF-Chirurgie

RE <107 O

RE < 102 Q

RE >5x10% Q)




Systemaufbau

K untergrund:
Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich
(Anhydritestrich), alte Fliesen etc.

B Erdung:
Potenzialausgleichsschiene (je 50 m?) gem. VDE-
Regeln (durch Elektrofachkraft vorzubereiten und
zu installieren)

El Rasteranordnung:
Kupferbander im Raster mit maximalem Abstand
von 4-5 m verlegen.
Kupferbandmindestquerschnitt 1 mm?2.
Zum Beispiel:
e SE-CU 58 Werkstoffnummer 20070
¢ E-CU 58 Werkstoffnummer 20065
* 3 M Elektro-Leitband Nr. 1181, Breite 19 mm
¢ Sopro Kupferband

A Belagsaufbau in Abhangigkeit von der Keramik:

P&l Nicht leitender Fliesenkorper mit
leitfahiger Spezialglasur

[ Durchgehend leitfahiger, keramischer
Scherben

[E Nicht ableitfahiger Fliesenbelag mit
ableitfahiger Fuge und ableitfahigem
Mobrtelbett

Hinweis:

Durch Zugabe der Sopro Electra Leitdispersion farbt sich
der Fugenmortel schwarz/anthrazit. Die Farbe der Fuge

bleibt im ausgeharteten Zustand schwarz/anthrazit!

8.2

Systemlésung

Verlege- und Verfugmaterialien:

Je nach Aufbau des keramischen Belages (siehe Punkt )
sind die Verlege- bzw. Verfugungsmortel durch Zugabe
einer speziellen Dispersion (Sopro Electra Leitdispersion)
beim Anmischprozess leitfahig einzustellen.

Sopro Electra Leitdispersion ist eine Dispersion zur
Herstellung von elektrisch leitfahigen, hydraulisch erhar-
tenden, flexiblen Dinnbett- und Fugenmorteln.

Zur Ableitung von elektrostatischen Aufladungen in:

e Operationsraumen, EDV-Raumen und Buros
o Kraftwerken, chemischen Betrieben
e Explosionsgefahrdeten Fabrikations- und Lagerrdumen

Sopro Electra Leitdispersion

r

Verklebung
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Sopro’s No.1
Wand und Boden Boden

Sopro VarioFlex® XL

Verfugung

Sopro FlexFuge plus oder
Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Sopro TitecFuge® breit
oder Sopro TitecFuge® plus
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https://app.sopro.eu/566c50857d31570601cdc9ee395a7b52/get/
https://app.sopro.eu/fe3ef6e95a3efabd698960fc38c6ad51/get/
https://app.sopro.eu/e56ac390f6310e0c539a484f9a7dbffc/get/
https://app.sopro.eu/14e95f8d4cea65fa5fbc83681a670396/get/
https://app.sopro.eu/2ced99d3906b5e0c26749bad8b6c8389/get/
https://app.sopro.eu/e172f76635cec3e7abd96ca5c8bcbc94/get/
https://www.sopro.com/de-de/produktdetails/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber-1/458-electra-leitdispersion

Elektrisch ableitfahige Keramikbdden

Systemldsung

B8 Nicht leitender Fliesenkorper mit
leitfahiger Spezialglasur

Fliesen leitfahige Fuge:

Sopro TitecFuge® breit oder
Sopro FlexFuge plus mit
Sopro Electra Leitdispersion

nicht leitfahig
Fliesenglasur

leitfahig \

Sopro
Kupferband
selbstklebend
Abstand

max. 4-5m

Estrich

Arbeitsschritte:

e Reinigen des Untergrundes.

¢ Grundieren (saugféhiger/nicht saugender Untergrund)
mit Sopro Grundierung bzw. Sopro HaftPrimer S.

e Verlegen der Kupferbander (selbstklebend) auf
Estrich im Raster (max. Abstand 4-5 m) bzw. wenn
nicht selbstklebend, dann als Fixierung mit Sopro
VarioFlex® XL oder Sopro’s No. 1 unter Zugabe von
Sopro Electra Leitdispersion.

e Anschluss des Rasters an Potenzialausgleich (durch
Elektroinstallateur).

Diinnbettmortel:

Sopro VarioFlex® XL

oder Sopro’s No. 1 mit
Sopro Electra Leitdispersion

e Verlegung der Fliese mit hydraulisch erhartendem,
flexiblem Mortel (Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 etc.)
unter Zugabe von Sopro Electra Leitdispersion.

e Verfugung der Fliesenflache mit Sopro TitecFuge® plus
breit oder Sopro FlexFuge plus unter Zugabe von Sopro
Electra Leitdispersion.
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Systeml6sung
Fliese mit durchgehend leitfahigen
keramischen Scherben
Fliesen nicht leitfahige Fuge: Dinnbettmortel:
leitfahig Sopro TitecFuge® breit oder Sopro VarioFlex® XL
Sopro FlexFuge plus ohne oder Sopro’s No. 1 mit

Sopro Electra Leitdispersion

Sopro
Kupferband
selbstklebend
Abstand

max. 4-5m

Estrich

Arbeitsschritte:

* Reinigen des Untergrundes.

e Grundieren (saugféhiger/nicht saugender Untergrund)
mit Sopro Grundierung bzw. Sopro HaftPrimer S.

e Verlegen der Kupferbéander (selbstklebend) auf Estrich
im Raster (max. Abstand 4-5 m) bzw. wenn nicht
selbstklebend, dann Fixierung mit Sopro VarioFlex® XL
oder Sopro’s No. 1 unter Zugabe von Sopro Electra
Leitdispersion.

* Anschluss des Rasters an Potenzialausgleich (durch
Elektroinstallateur).

Sopro Electra Leitdispersion

e \erlegung der Fliese mit hydraulisch erhartendem,
flexiblem Mortel (Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 etc.)
unter Zugabe von Sopro Electra Leitdispersion.

¢ Verfugung der Fliesenflache mit Sopro TitecFuge® breit
oder Sopro FlexFuge plus ohne Zugabe von Sopro Electra
Leitdispersion, da der Fliesenkorper leitfahig ist.

e Alternativ: Bei hoher Saurebestandigkeit erfolgt die
Verfugung mit Sopro DFX DesignFugenEpoxi oder Sopro
FugenEpoxi (schlank).
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Systemldsung

BBl Nicht ableitfahiger Fliesenbelag mit ableitfahiger Fuge und
Moértelbett max. Formate 240x115 mm oder 150x 150 mm

Fliesen leitfahige Fuge:

Sopro TitecFuge® breit oder
Sopro FlexFuge plus mit
Sopro Electra Leitdispersion

~Ooberflachenbiindig verfillt”

nicht leitfahig

Sopro
Kupferband

selbstklebend
Abstand
max. 4-5m

Estrich

Arbeitsschritte:

e Reinigen des Untergrundes.

¢ Grundieren (saugféhiger/nicht saugender Untergrund)
mit Sopro Grundierung, Sopro SperrGrund bzw. Sopro
HaftPrimer S.

¢ Verlegen der Kupferbander (selbstklebend) auf Estrich
im Raster (max. Abstand 4-5 m) bzw. wenn nicht
selbstklebend, dann Fixierung mit Sopro VarioFlex® XL
oder Sopro’s No. 1 unter Zugabe von Sopro Electra
Leitdispersion.

¢ Anschluss des Rasters an Potenzialausgleich (durch
Elektroinstallateur).

 Verlegung der Fliese mit hydraulisch erhartendem,

flexiblem Mortel (Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 etc.)

unter Zugabe von Sopro Electra Leitdispersion.

e Verfugung der Fliesenflache mit Sopro TitecFuge® breit
oder Sopro FlexFuge plus unter Zugabe von Sopro
Electra Leitdispersion.

424

Diinnbettmortel:

Sopro VarioFlex® XL

oder Sopro’s No. 1 mit
Sopro Electra Leitdispersion

leitfahig

Wichtiger Hinweis:

Da nur eine elektrische Ableitung tUber den Fugenanteil
der Fliesenflache stattfindet, darf ein bestimmtes Flie-
senformat (MaBe: 240x 115 mm oder 150x 150 mm)
nicht Uberschritten werden.

Die Ausbildung der Fugen muss oberflachen-
biindig erfolgen.

Ein leitfahiger Fliesenbelag mit nicht leitenden Fliesen
(nur Ableitung Uber die Fuge maglich) ist insofern als
problematisch zu betrachten, da eine volle, oberfla-
chenblndige Verfugung absolut notwendig ist. Dies
ist in der Praxis schwer umsetzbar, deshalb sollte von
dieser Verlegetechnik schon in der Planungsphase
Abstand genommen werden!

Die Normprtifung eines elektrisch ableitfahigen Belages
erfolgt mit einer definierten Elektrode, welche bei der
Messung auch auf der nichtleitenden Fliese aufsitzt.

In der Praxis kommt es aufgrund dieser Aufbauvariante
immer wieder zu Fehlmessungen und nicht funktionie-
renden Bodenaufbauten.
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Systeml6sung

Systemaufbau
ableitfahiger Fliesenbelag

Verlegte Kupferbander auf der
Bodenflache.

Abstand
4-5m

Angeschlossenes Kupferband an die
Potenzialausgleichsschiene.

Fugeniiberbriickung in ableitfdhigen 1_Sopro Grundierung

Plattenbeldgen 2_Kupferbander, Anschluss zum Bodenbelag

3 Leitfahiges Mortelbett mit Sopro Electra Leitdispersion
4

PE-Rundschnur Fliesen (Detail 4.1: Fliesenglasur leitfahig Detail/

(Hinterfallmaterial) 4.2: Fliesenkorper leitfahig)
;ﬁ:;:‘:f;ﬁi':‘ﬁg:ten Verlegematerial 5 Fliesenkorper leitfahig = Fugenmortel
. leitfshig nicht leitfahig
elastische Fuge . ol .
Fliesenglasur leitfahig = Fugenmortel
leitfahig

6 Anschlussfuge elastisch

7 _Potenzialausgleich mit Anschluss fur ableitfahigen,
keramischen Bodenbelag zur Erdung

U _Untergrund, z.B. Estrich

Abdichtun
Kupferlitze Dichtband im Verbun Estrich
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Systemldsung

Verarbeitung

1 Mit Sopro FS 15® plus gespachtelter Boden, grundiert fur die folgen- 2 Kupferband (selbstklebend) zum Anlegen eines leitfahigen Belages.
den Belagsarbeiten.

3 Aufkleben der Kupferbander mit entsprechendem RastermaR. 4 Kupferbandverlegung an aufgehendem Bauteil fur spateren An-
schluss am Potenzialausgleich.

5 Verlegen der Keramik mit leitfahig eingestelltem Dinnbettmortel. 6 Verfugen der Flachen mit Sopro FlexFuge plus mit Zugabe von
Sopro Electra Leitdispersion.
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